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Dicing Blades:
Aufbau und Wirkungsweise

Fertigungskonzepte aus der Mikroelektronik, die
Herstellung hochgenauer Chips auf Planaren
Substraten, die Batchbearbeitung im Nutzen, sind
heute aus der gesamten Mikrosystemtechnik nicht
wegzudenken. Mikromechanik und Mikrooptik fordern
mit der Mikroelektronik nach prazisen
Schleifwerkzeugen zum Trennschleifen (,Dicing®),
zum Mikroprofilieren oder zum Mikrostrukturieren.

Maschinen, Wafersagen (,Dicing Saws") fir diese
Anwendungen verfugen Uber prazise, meist
luftgelagerte Spindeln, die von Hochfrequenzmotoren
angetrieben werden. Die Anforderungen, die diese
Geréte an die Schleifwerkzeuge stellen, sind
weitgehend standartisiert.

Die bekannten Maschinenhersteller sind:

DISCO, K&S, MICRO AUTOMATION (MA)*),
TEMPRESS *), ADVANCED TECHNOLOGIES *),
SEMITRON *), LOADPOINT, ESEC, FARCO *),
SEIER *), BERNEY und TOKYO SEIMITSU.

Diese Geréte sind konzipiert fir den Einsatz von 2-
Zoll Wheels oder Blades (2.00", 2.187", 2.25", in
Ausnahmefallen 2.5"). Die Wellen der Spindeln sind
auf 19 mm Durchmesser ausgelegt. Flansche fir
Blades haben deshalb ebeso wie Hub-Wheels eine
19 mm Bohrung.

Fir besonders tiefe Schnitte oder fiir Anwendungen,
bei denen die zur Selbstscharfung erforderliche
Abnutzung des Blattes durch einen gro3en Umfang
kompensiert werden mufB3, sind Maschinen der
Hersteller
DISCO, K&S und MEYER BURGER

konzipiert. Sagebléatter in diesem Bereich haben
Durchmesser von 4 Zoll (4" - 5", sehr haufig 4.6").

Es kommen fiir die héchste Anforderungen stellende
Trennschleiftechnik Dicing Blades und -Wheels zum
Einsatz: Blades sind kdrperlose Schleifringe, die fur
die Anwendung in Flansche gespannt werden; bei
Wheels ist der Schleifring bereits auf einem Kérper
(,Hub®) aufgebracht (Abb. 1).

Dicing Blades kénnen auf einem Stahlkern aufgebaut
sein, dessen aufBerer Rand mit einer ,einlagigen®

*): werdennicht mehr produziert.
Die aufgefiihrten Maschinengersteller und minitron sind in keiner
Weise miteinander verbunden.

Schicht aus Schleifkérper belegtist (SINGLE LAYER
BLADE) oder auf dessen Stirnflache ein mehrlagiger
Schleifkérper aufgebracht ist (MULTILAYER RIM-
BLADE). Die Blades kénnen auch durchgéngig vom
Innen- bis zum AuBendurchmesser aus einem
homogenen Schleitkérper bestehen (MULTILAYER
BLADE) (Abb. 2).
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Abbildung 1: Hubtype Wheel und Hubless Blade

Der Schleifkérper besteht aus abrasiven Kérnern:
Diamant oder CBN, einer tragenden Matrix und falls
erforderlich aus Fillstoffen.

Als Matrix haben sich besonders Metall oder
Kunststoff bewé&hrt, wobei der galvanisch
hergestellten Nickelbindung beim Trennschleifen von
Silizium besondere Bedeutung zukommt. Far
besonders harte, spréde Werkstoffe zeigt die
Kunststoffbindung derart signifikante Vorteile, daf3 wir
uns in dieser Broschire ausfuhrlich mit microkerf
Dicing Blades in Resinoidbindung befassen werden.
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Abbildung 2: Blade-Typen: Die Breite ist nicht maf3stabsgetreu.
MaBstabszeichnung rechts.




Fur Stoffe, die weicher sind, sich splitter- und
ausbruchsfrei trennen lassen, ist die erste Forderung
Lebensdauer, d.h. Blattstandzeit. Die Nickelbindung
ist der Uberragende Vertreter dieser Spezies, und der
Standard fur das Dicing von Silizium. In der
Performance vergleichbar sind Scheiben in
metallischer Kupfer- oder Nickel-Sinterbindung.

Wesentlich verschleiBBfester als die drei aufgefihrten
Typen ist microkerf Hartmetallbindung. Sie steht als
Multilayer Rim-Blade zur Verfiigung und zeigt dort
ihre Starke, wo ein konstanter, sich nicht
reduzierender AuBendurchmesser gefordert ist.

Weichere Bindungen wie Gummi oder Schellack,
sprodere Bindungen wie Glas oder Keramik spielen
beim Trennschleifen eine untergeordnete Rolle.

Materialien der Mikrosystemtechnik sind vielfach
einkristallin mit ausgeprégten Kristallebenen, die den
Trennebenen zuwiderlaufen, oder sie haben amorphe
Struktur und zeichnen sich durch besondere Hérte
aus.

Harte und spréde Materialien verlangen Blades mit
einer ,schwachen® Bindung. Kunststoff-Bindungen
auf der Basis von Phenolharz sind hierfir wegen ihrer
enormen Hitzebesténdigkeit pradestiniert. Dieser
Bindungstyp hat die Eigenschaft, stumpfe,
abgenutzte Schleitkdrner freizugeben, sodal3 neue,
noch scharfe Koérner exponiert werden. Dieser
Selbstschérfeeffekt durch Abnutzung ist die
Uberragende Eigenschaft der Kunststoffbindung.

Neben den Schleifkérnern sind in der
Kunststoffmatrix Flllstoffe vorhanden, die eine
spontane Warmeableitung gewdahrleisten und fur
hohe Stabilitat sorgen.

Wichtig beim Trennen ist eine exakte Héhen- (Tiefen-
) Einstellung. Deshalb arbeiten die meisten der o.g.
Wafer-Sagen mit Kontaktsensoren, die elektrisch
leitende Blades verlangen. Alle microkerf Blades sind
deshalb elektrisch leitend ausgeristet (p < 1 kf2cm).

Neben der Auswahl des richtigen Bindungstyps ist
die Wahl der richtigen KorngréBe flur die
Schnittqualitat von Bedeutung. Es gilt der Grundsatz:
groBes Korn = hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe
Blattstandzeit, grober Schnitt (groBe Ausspriinge);
kleines Korn = geringe Schnittgeschwindigkeit,
geringere Blattstandzeit, feiner Schnitt (kleine
Ausspriinge).

Daneben kommt der Wahl des richtigen Schneidkorns
eine besondere Bedeutung fir die Performanz der
Trennscheibe bei. Da Trennscheiben immer einen
sangen Kontakt* mit dem Werkstiick haben, ist es
wichtig, Spanrdume fur das abgetragene Material zur
Verfliigung zu stellen.

Neben dem Fallstoff und der
Schleifkornkonzentration, die bei allen microhest-
Blades fur einen ,langen Werkstickskontakt®
eingestellt sind, bestimmt hier die SchleifkorngréBe
den Spanraum. Abgetragene Werkstiickmaterialien
werden in den Spanrdumen aus der Schnittkerbe
transportiert. Da einzelne Werkstoffe mehr oder
minder dazu tendieren, die Spanrdume zu fillen
(Loading), ist es erforderlich, durch die Wahl der
geeigneten KorngréBe die optimale Spanraumgréfie
zu finden. Sollte dann immer noch ein Loading
(Zufallen der Spanrdume) auftreten, ist es
erforderlich, die Belastung des Blattes durch
Erhéhung der Chuckspeed
(Vorschubgeschwindigkeit) zu verstérken. Sollte auch
eine starke Blattbelastung die Trennscheibe nicht
mehr s&ubern, so ist neben dem Schneidprozel3 auch
ein Dressing-Prozel3 erforderlich, mit dem in
regelménigen Intervallen die Poren des Dicing Blades
wieder gedffnet (freigelegt) werden.

Ist der Effekt zu beobachten, daB3 die Abnutzung
eines Dicing Blades zu grof3 ist und dieser Effekt
auch nicht durch die Reduzierung der
Vorschubgeschwindigkeit zu mindern ist, dann muf3
im Regelfall auf ein gréBeres Schleifkorn
ausgewichen werden, wenn eine andere Bindungsart
nicht eingesetzt werden kann.

In der Tabelle auf Seite 5 sind gangige
Substratmaterialien mit den daflir geeigneten
DiamantkorngréBen bei Verwendung von resinoid-
gebundenen Blades aufgefinhrt.

Kihlung

Beim Dicing in Silizium ist die Flhrung und die Art
der Kuhlung von geringer Bedeutung. Es wird
deionisiertes Wasser eingesetzt, das wenn
erforderlich zum Schutz elektrostatisch empfindlicher
Bauteile mit CO, auf eine gewlinschte Leitfahigkeit
eingestellt wird (Bubbler).

Beim Trennschleifen harter Materialien ist die
Wasserfihrung fur das Schneidverhalten und
insbesondere fiir die Blattstandzeit maBgeblich.

Anordnungen gemaf3 Abbildung 3 haben sich als
auBerst vorteilhaft erwiesen. Damit der Wasserstrahl
sich gleichmaBig auf beide Seiten symmetrisch
verteilt, ist ein duales Disensystem empfehlenswert.
Die Disen werden mdglichst nahe am Eintritt des
Blattes in das Substrat angeordnet. Der Wasserstrahl
sollte mit hoher Strémungsgeschwindigkeit das Blatt
dabei unterstitzen, den Abrieb aus dem
Schnittgraben (Kerf) zu strahlen. Eine wesentliche,
oft unterschatzte GréBe fur das Erreichen einer
wirtschaftlichen Standzeit ist die Fihrung des
Kihlwassers.

Es wird Uberwiegend reines Leitungswasser
verwendet, in einigen Fallen mit Zusatzen. Zusatze
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Abbildung 3: Darstellung der Kiihlanordnung
kénnen erforderlich sein um die Reibung zu
verringern (Selbstscharfung wird geringer,
Blattstandzeit steigt) oder um Abrieb in Suspension
zu halten und damit die Ablagerung an
Substratflachen zu vermeiden.

Schnittrichtung
Beim Trennschleifen von Silizium zeigt die

180

Schnittrichtung nur einen geringen EinfluB. Ganz
anders ist das bei harten Materialien.

In der Darstellung (Abb. 3) taucht das Blatt bei Eintritt
von oben nach unten in das Material ein. Der Eintritt
erfolgt nahezu senkrecht zur Substratoberflache. Die
Chips, die vom Schneidkorn abgetragen werden,
haben an der Oberfladche das gréBte MaB und
verkleinern sich bis zum Austritt. FUr viele Materialien
ist mit dieser Schneidrichtung das geringste Chipping
verbunden.

Bei der umgekehrten Schnittrichtung tritt das Blatt
nahezu tangential in das Substrat ein. Die
entstehenden Chips sind klein und erreichen ihr
Hochstmal beim Austritt aus der Oberflache. Vom
Blatteintritt bis -austritt nimmt also die GréBe der
abgetragenen Chips zu, d.h. die Qualitat der
Schnittkante ist deutlich schlechter als beim
Schneiden in entgegengesetzter Richtung. Die
Belastung der Spindel durch Reibungskréfte ist beim
LAufwartstrennen” gréBer als beim ,Abwartstrennen®.

Typische Oberflachengeschwindigkeiten beim Dicing
liegen in Bereich von 60 - 120 m/s. Bei Resinoid
Blades kann durch Variation der
Oberflachengeschwindigkeit das Verhalten der
Bindung und somit die Art des Trennschleifens
beeinfluBt werden. Vorausgesetzt die
Vorschubgeschwindigkeit ist konstant, dann wirkt eine
Erhéhung der Geschwindigkeit dhnlich wie eine
héartere Bindung (langere Standzeit, mehr Chipping),
eine Verringerung der Geschwindigkeit wirkt &hnlich
wie eine weichere Bindung (gréBere Scherkrafte am
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Abb.4: Aus der Spindelumdrehung und dem eingesetzten Blatt ergeben sich die Oberfldchengeschwindigkeiten (Héhe des Schnittpunkts
der Graden fiir den jeweiligen Blattdurchmesser mit der Senkrechten durch die gewéhlte Rotationsgeschwindigkeit; z.B. 30000 U/m; 2.187"
=>V,=87m/s).



Korn, verstarkte Selbstscharfung). Man spricht dann
von ,Hard“- bzw. ,Soff*-Cutting Action.

Auf der folgenden Seite ist der Typenschlissel
erlautert, mit dessen Hilfe es leicht fallen sollte, das
gewtnschte Dicing Blade zu spezifizieren. In den
gegenilberliegenden Tabellen sind die Typen
aufgefiihrt, die kurzfristig ab Lager lieferbar sind.

Material

Knopp-harte
[kg/mm?]

Kdérnungen [pm] in Resinoid-Bindungen:

200u

150p

125

105p

86u

67

53u

45p

30u

15p

oy

S

¢

¢

¢

¢

75
Grit

100
Girit

120
Girit

140
Grit

180
Grit

220
Grit

270
Girit

325
Grit

600
Grit

1200
Grit

1800
Grit

3000
Grit

2000

Aluminiumoxyd

Barium-Titanat

430

Ferrit

FR4 Leiterplatten

750

Gallium-Arsenid GaAs

(M)

Gallium Phosphid GaP

(W)

Germanium Ge

1360

GGG NaGd(WO,),

530

Glass SiO,

1400

Granat

Karbid TGC

Kovar NiFeCo

Lithium-Niobat LiNbO,

(M)

Passiviertes Silizium

Plexiglas

1000

Quarz SiO,

2150

Rubin AL,O, + Cr

2100

Saphir AL,O, + Fe + Ti

850

Silizium Si

Silizium-Karbide SiC

Wismuth-Silikat Bi,,SiO,,

Wismuth-Tellurid

Zink-Selenid ZnSe

Abbildung 5

M = in Metallbindung wirtschaftlicher




microberf Dicing Blades D
> || =
I A
| A
ID = 40,00 mm
(1.575")
ID
AD
| _ Y
1 Y MaBstab 1: 1

Abbildung 6

Bestellnummern:
Die Bestellnummern werden gebildet aus AuBendurchmesser [inch], Dicke [mil], Kérnung und Bindungsart:

28.2.187 -15-30 H

\4 \J

AuBendurchmesser AD Dicke D bei dieser Resinoid-Bindung
Kornung - A
Standard: [mil] ([um]) Kérnung minimal S: Weich (soft)
n [hm] magliche H: Hart (hard
2.187" (55,55 mm) 1,5 (38) Blattdicke (hard)
weitere GroBen: 2 (50) [mil] Metal-Verbindung
2.25" (57,15 mm) 3 (75) 3 15 CuZn BSF Bronze
15 2.0 E-Ni NiR Nickel
6 (150)
8 (200)
45 4.0
10 (250) 53 5.0 steigende Standzeit
weitere Dicken bis
maximal 80 mil (2 mm) 67 6.0
in Abstanden von 86 6.5 steigende
2.0 mil (50pm) ) Selbstscharfung
105 8.5
125 10.0
150 12.0
microkerf Diamant-Trennscheiben der Serie 2.187¢ Die Blades haben immer einen Innendurchmesser
werden auf allen Wafersagen mit >>2“-Spindel<< (19 von 40 mm, der AuBBendurchmesser betragt 2.187¢
mm-Welle) eingesetzt: (55 mm). Fir Anwendungen, die besonders tiefe
DISCO, K&S, ESEC, MICRO AUTOMATION, AT, Schnitte erfordern, stehen AuBendurchmesser von
TEMPRESS, SEIER, LOADPOINT, TOKYO 2.25" und 2.5“ zur Verfligung. Fir LOADPOINT
SEIMITSU, SEMITRON, FARCO, BERNEY. Gatterségen ebenfalls 3



DICING BLADES TYPENLISTE 2.187“ (55,55 mm) x 40 mm

Kunstharzbindung S (soft); H (hard)

Kérnung [pm]
Dicke
5 9 15 30 45 53 67
40p 2.187-1.6-5 S/- 2.187-1.6-9 S/- | 2.187-1.6-15 S/-
50p 2.187-2.0-5 S/H | 2.187-2.0-9 S/H | 2.187-2.0-15 S/H
65u 2.187-2.5-5 S/H | 2.187-2.5-9 S/H | 2.187-2.5-15 S/H
75y 2.187-3-5 S/H 2.187-3-9 S/H 2.187-3-15 S/H | 2.187-3-30 S/H
100p 2.187-4-5 S/H 2.187-4-9 S/H 2.187-4-15 S/H 2.187-4-30 S/H
125p 2.187-5-5 S/H 2.187-5-9 S/H 2.187-5-15 S/H | 2.187-5-30 S/H
150p 2.187-6-5 S/H 2.187-6-9 S/H 2.187-6-15 S/H | 2.187-6-30 S/H | 2.187-6-45 S/H | 2.187-6-53 S/H
175p 2.187-7-5 S/H 2.187-7-9 S/H 2.187-7-15 S/H 2.187-7-30 S/H | 2.187-7-45 S/H | 2.187-7-53 S/H
200p 2.187-8-5 S/H 2.187-8-9 S/H 2.187-8-15 S/H 2.187-8-30 S/H | 2.187-8-45 S/H | 2.187-8-53 S/H
225y 2.187-9-5 S/H 2.187-9-9 S/H 2.187-9-15 S/H | 2.187-9-30 S/H | 2.187-9-45 S/H | 2.187-9-53 S/H
250p 2.187-10-5 S/H | 2.187-10-9 S/H | 2.187-10-15 S/H | 2.187-10-30 S/H | 2.187-10-45 S/H | 2.187-10-53 S/H
300p 2.187-12-5 S/H | 2.187-12-9 S/H | 2.187-12-15 S/H | 2.187-12-30 S/H | 2.187-12-45 S/H | 2.187-12-53 S/H | 2.187-12-67 S/H
400p | 2.187-16-5S/H | 2.187-16-9 S/H | 2.187-16-15 S/H | 2.187-16-30 S/H | 2.187-16-45 S/H | 2.187-16-53 S/H | 2.187-16-67 S/H
Abbildung 7
Nickelbindung NiF; NiR
Kérnung [um]
Dicke
5 9 15 30 45 53 67
30y 2.187-1.2-5 NIF | 2.187-1.2-9 NIF
35p 2.187-1.4-5 NIF | 2.187-1.4-9 NIF
40p 2.187-1.6-5 NIF | 2.187-1.6-9 NIF | 2.187-1.6-15 NIF
50p 2.187-2.0-5 NIF | 2.187-2.0-9 NIF | 2.187-2.0-15 NIF
65y 2.187-2.5-5 NIF | 2.187-2.5-9 NIF | 2.187-2.5-15 NIF
75p 2.187-3-5 NIF 2.187-3-9 NIF 2.187-3-15 NIF 2.187-3-30 NIF
100p 2.187-4-5 NIF 2.187-4-9 NIF 2.187-4-15 NIF | 2.187-4-30 NIF
125p 2.187-5-5 NIF 2.187-5-9 NIF 2.187-5-15 NIF 2.187-5-30 NIF
150u 2.187-6-5 NIF 2.187-6-9 NIF 2.187-6-15 NIF | 2.187-6-30 NIF | 2.187-6-45 NIF | 2.187-6-53 NIF
175p 2.187-7-5 NIF 2.187-7-9 NIF 2.187-7-15 NIF 2.187-7-30 NIF | 2.187-7-45 NIF | 2.187-7-53 NIF
200y 2.187-8-5 NIF 2.187-8-9 NIF 2.187-8-15 NIF | 2.187-8-30 NIF | 2.187-8-45 NIF | 2.187-8-53 NIF
225y 2.187-9-5 NIF 2.187-9-9 NIF 2.187-9-15 NIF 2.187-9-30 NIF | 2.187-9-45 NIF | 2.187-9-53 NIF
250p | 2.187-10-5 NIF | 2.187-10-9 NIF | 2.187-10-15 NIF | 2.187-10-30 NIF | 2.187-10-45 NIF | 2.187-10-53 NIF
300p 2.187-12-5 NIF | 2.187-12-9 NIF | 2.187-12-15 NIF | 2.187-12-30 NIF | 2.187-12-45 NIF | 2.187-12-53 NIF | 2.187-12-67 NIF
400p | 2.187-16-5 NIF | 2.187-16-9 NIF | 2.187-16-15 NIF | 2.187-16-30 NIF | 2.187-16-45 NIF | 2.187-16-53 NIF | 2.187-16-67 NIF
Sinterbindung BSF (ab 125p); NSF (ab 150u); TgR (ab 200p) Abbildting 8
Kérnung [pm]
Dicke
45 53 67 86 105 125 150
125y | 2.187-5-45 BSF
150p | 2.187-6-45 NSF
175p
200p | 2.187-8-45 TgR 2.187-8-86 TgR 2.187-8-125 TgR
250p
300y 2.187-12-150 TgR
400y
500u

Abbildung 9




Sageblatt-Flansche

Das microkerf Flansch-System wurde entwickelt
fir Wafersdgen mit >>2"“-Spindel<< und die
Dicing Blades der Serie 2.187“. Die
Aufnahmebohrung ist fir Wellen mit 19,00 mm
Durchmesser. Die Besonderheit dieses Flansch-
Systems ist der praktische Schnappverschiuf3,
der ein Handhaben der montierten Blades wie
bei >>Hub-Type Wheels<< ermdglicht. Eine
weitere Besonderheit ist die ausgesparte
(,recessed”) Riickseite. Hierdurch ist dem
Anwender ein Wechsel von geflanschten Blades
zu Hub-Type Wheels und umgekehrt mdéglich,

Griffrand

Vorderseite -

Sageblatt
O-Ring
Ruckseite
Aussparung
_____ L
|

ohne die Kihldisen oder die Sageoptik Figure 10 _L Uberstand
verstellen zu missen.
ID=40,00mm
(1.575%)

Flansche sind mit folgenden AuBendurchmessern lieferbar:

Abbildung 11: Trennvorrichtung
F-DX

Uberstand fur ein

Flansch- Bestell- Séageblatt mit

Durchmesser FD Nummer Durchmesser
AD=2.187"
2.164" / 54,91mm F-6R .011"/ 0,28mm
2.157" / 54,78mm F-1R .015" / 0,38mm
2.148" / 54,56mm F-7R .019"/ 0,48mm
2.127" / 54,03mm F-2R .030" / 0,76mm
2.107" / 53,52mm F-3R .040" / 1,02mm
2.057" / 52,25mm F-4R .065" / 1,67mm
2.008" / 51,00mm F-8R .090" / 2,29mm
Trennvorrichtung F-DX
Abbildung 12

Montagehinweise:

1.

Trennen Sie die beiden Flanschseiten, indem Sie die Stifte der
Trennvorrichtung F-DX in die Bohrungen der Flansch-Ruckseite
einsetzen und dann mit beiden Daumen den inneren Ring des
Flansches gegen die Trennvorrichtung dricken (Abbildung 13).
Reinigen Sie beide Flanschseiten und setzen Sie die Rlckseiten mit
dem O-Ring nach oben auf eine ebene Unterlage.

Nehmen Sie das Sageblatt aus der Verpackung und benetzen Sie
es mit Wasser. Passen Sie das Sageblatt dann auf der Flansch-
Ruickseite ein und drehen Sie es dabei etwas, um die Konzentrizitat
sicherzustellen. Die Oberflachenspannung des Wassers verhindert
ein nachtragliches Verrutschen.

Nehmen Sie die Vorderseite des Flansches am Griffrand, setzen
Sie sie auf die Flansch-Ruckseite und dricken Sie sie dann nach
unten, bis die beiden Flansch-Seiten zusammenschnappen
(Abbildung 14).

Setzen Sie nun den montierten Flansch auf die 19 mm Welle. Die
ausgesparte Ruckseite (,Recess”) Zeigt zur Spindel. Festziehen mit
der zur Spindel gehérenden Spannvorrichtung.

Wenn der Blattiberstand (,Exposure®) aufgebraucht ist, ist zu
empfehlen, das noch aus aus dem Flansch herausragende Blatt im
geschlossenen Flansch vollstédndig abzubrechen, wenn méglich noch
auf der Spindel fest montiert.

* Abbildung 14



DICING BEGRIFFE

BLATTUBERSTAND/EXPOSURE:

Ist das MaB mit dem das Sé&geblatt den Flansch
Uberragt. [ AD Blade - AD Flansch] 1/2 = Exposure.
Der Mindest-Uberstand ergibt sich aus folgenden
MaBanforderungen: Substratdicke +
Trégereintauchtiefe + Mindest-Klhlspalt Substrat -
Flansch AD. Uber-exposure kann zu vielfaltigen
Problemen fluhren, die nachfolgend noch einmal
behandelt werden. Der zulassige Uberstand ist
abhangig vom Material der Schnittgeschwindigkeit,
der SpindelDrehzahl, dem KduhlmittelfluB und
besonders von der Eintauchtiefe in das zu
bearbeitende Material. Als erste Anleitung mag die
Regel gelten, Uberstand = 20-fache Blattstarke,
wobei 1/3 des Uberstandes in der Kerbe gefiihrt wird.
Ist ein Trennblatt verbraucht, so wird der restliche
Blattliberstand im noch geschlossenen Flansch
vollstdndig abgebrochen. Das Blatt kann danach wie
ein neues Blatt auf einem kleineren Flansch
weiterverwendet werden.

SCRIBING / DICING:

Wir unterscheiden zwei Schnittarten: Scribing bei der
das Substrat bis auf eine Restdicke getrennt wird,
und Dicing bei der Schnitt vollstdndig durch das
Substrat in die Trédgerunterlage erfolgt. Scribing
erlaubt wesentlich héhere Schnittgeschwindigkeiten.
Ebenfalls ist die Blattstandzeit um den Faktor 2 - 4
héher.

DRESSING:

Resinoid Dicing Blades benétigen bei gunstiger
Schleifkornauswahl Gblicherweise kein Dressing. Ein
neues Blatt wird wahrend der ersten Schnitte
Uberproportional stark abgenutzt. Erst nach dieser
Phase des ,trueing“ bei der der Blattrundlauf erreicht
wird, sollte die Wearrate ermittelt werden. In einigen
Werkstoffen missen Dicingblades einer
Mindestbelastung ausgesetzt werden, um stumpfes
Schleifkorn aus der Bindung zu reiBen und neue,
scharfe Kérner freizulegen oder durch Absplitterung
neue, scharfe Schnittkanten zu erzeugen. Ist dieses
in dem zu bearbeitenden Material nicht mdglich, so
werden Schérfplatten (Dressing Blocks) eingesetzt,
auch um die Poren (Spanrdume) eines verklebten
Blattes (loading) wieder freizulegen.

STANDZEIT:

Mit den verschiedenenBindungsarten lassen sich
Dicing Blades mit sehr unterschiedlichen
Charakteristiken herstellen. Jedoch gilt als Regel: je
héher die Standzeit, umso geringer ist also die
Abnltzung und umso geringer ist somit der
Selbstschéarfeeffekt. Selbstscharfung beruht auf
Abnutzung. Diese besteht in erster Linie in der
Reduktion des AuBendurchmessers. Weil
Materialvariationen und Prozef3abweichungen einen

erheblichen EinfluB auf die Blattstandzeit haben, ist
es nicht méglich, verbindliche Angaben zu machen.
Fir Silizium kénnen folgende Richtwerte
angenommen werden:

Nickel Blades:

6-8p / 100m reines Si (Scribing)

25-30p / 100m Si+Adhésion+Folie (Dicing)
Resinoid Blades:

70-100p / 10m Glas

250-400p / 10m Al,O, (96%, gebrannt)

SELBSTSCHARFE-EFFEKT:

Mit der Auswahl des Bindungstyps wird der Grad der
Selbstscharfung festgelegt. Metallische Bindungen
werden bevorzugt, wenn hohe Standzeiten gefordert
sind und das bearbeitete Material wenig zu
Kantenausspriingen neigt. Vom besonders
verschleiB3festen Bindungstyp TgC bis zur weicheren
Bronze CuZn ergibt sich nur eine geringe Bandbreite
der Selbstschéarfung. Resinoid Blades, die mit hohem
Selbstscharfeeffekt nahezu ausbruchfreie Schnitte
erzeugen, gestatten einen breiten Bereich der
Selbstscharfung.

microkerf Resinoid Dicing Blades stehen in zwei
Bindungsarten zur Verfigung: H = hard und S = soft.
Die Selbstscharfung ist gro3, deshalb wird in der
Uberwiegenden Mehrzahl der Anwendungen die
Forderung nach gréBtmdglicher Standzeit bestehen
(= harte Bindung). Bei einkristallinen Stoffen und
einigen Glaskeramiken ist jedoch die
Aussplitterungstendenz so hoch, daf3 hierfur die
weichere Bindung S = soft vorteilhaft ist.

Neben der Bindungsauswahl hart oder weich kann
das Bindungsverhalten auch mit der Spindeldrehzahl
beeinfluBt werden. Bei konstantem vorgegebenen
Vorschub wirkt die Erhéhung der Spindeldrehzahl wie
eine Erhdhung der Bindungshéarte, weil die
Scherkrafte am Schnittkorn geringer werden.
Umgekehrt bewirkt die Verlangsamung ein weicheres
Verhalten; stumpfe Diamanten werden friher
ausgebrochen.

SCHNITTBREITE:

Die Schnittbreite ist wie folgt definiert: BLATTBREITE
+ KERF + CHIPPING = SCHNITTBREITE. Kerf und
Chipping sind materialtypisch und abhéngig von der
Diamantkérnung.

Fir Silizium koénnen folgende Richtwerte
angenommen werden: Blattbreite + 10p Kerf + 20p
Chipping = Schnittbreite (Bindung Nickel; Kérnung
6y).

Fur Kunststoffblatter in harten Materialien gilt
folgende Annaherung: Blattbreite + 10% Kerf + 10%
Chipping = Schnittbreite.



Probleme & Losungen

CHIPPING: allgemein zu grof3.

Generell verhélt sich das Chipping direkt proportional
zur SchleifkorngréBe und zur Schnittgeschwindigkeit.
Das Chipping wird also durch entsprechende
Reduzierungen verringert. (Verringerung der
Schneidkorngré3e kann allerdings Loading bewirken
denn, Chipping kann seine Ursache haben in
verklebten, zugesetzten Spanrdumen des Blattes
(Blade Loading). Verringert wird dieser Effekt durch
Erhéhung der Schnittgeschwindigkeit oder durch
Dressen mittels Scharfplatten (Starkere
Blattbelastung).

CHIPPING:

auf einer Seite des Schnittes, rechts oder links. Der
Kihlwasserstrahl verlduft einseitig. Dieses ist der am
haufigsten auftretende Fehler. Die sicherste
Vermeidung ist eine Doppel-Dlse, bei der ein
Wasserstrahl mit hoher Strémungsgeschwindigkeit
aus zwei fast-parallelen DuUsen erzeugt wird. Oder
die rechtwinklige Ausrichtung Spindel-Tischvorschub
ist nicht gegeben. Verbunden ist dies mit geringer
Blattstandzeit. Die S&dge muf3 neu justiert/
eingemessen werden.

CHIPPING: an einer der Schnittoberflachen, oben
oder unten.

Wenn die Verwendung einer feineren Blattkérnung
nicht Abhilfe schafft, die Kihlwasserfihrung
Uberprifen, ggf Strémungsgeschwindigkeit erhéhen.

CHIPPING: auf der Substratunterseite (-riickseite).
Dieser Effekt ist verbunden mit dem Trennschleifen
auf Tape oder anderen weichen Unterlagen. Durch
Verrundung der Blattkanten entsteht bei geringer
Eintauchtiefe in die Unterlage eine Lippe an der
Sustratuntersteite. Wenn neben dem Abtrageffekt
durch Schleifen auch eine Druckwirkung besteht, wird
diese Lippe abgebrochen und es entsteht Chipping
an der Unterseite. Lésung: hartere Unterlage, dickere
Unterlage fur gréBere Eintauchtiefe.

MIKRO-RISSE (CRACKS):

Obwohl Resinoid Blades durch ihre
SelbstscharfeCharakteristik permanent scharfe
Diamantkanten freisetzen, eskaliert Chipping bei
einigen spréden Werkstoffen oftmals in Mikrorisse
(Microcracks). Grund dafir ist, daB der Druck der
wéahrend des Trennens auf das Kristallgitter ausgetbt
wird, nicht im Kristallgefige kompensiert werden
kann und Spriinge entlang den Kristallebenen an
geeigneten Chips (Ausspringen) entstehen. Abhilfe
kann ein zweifach Schnitt schaffen, beidem zun&chst
nur mit einer Schnittiefe von 50 - 80 m vorgeséagt
wird, und das eigentliche Dicing danach in dieser Spur
erfolgt, der Druck ist bei diesem Doppelschnitt
geringer.

SCHRAGSCHNITT/WELLENSCHNITT:

die Schnittkerbe verlauft nicht senkrecht, der Schnitt
verlauft Wellenférmig. Das Verhaltnis Blattuberstand
zu Blattbreite ist zu groB3. Die Blattfestigkeit ist
proportional zur Blattdicke im Quadrat und umgekehrt
proportional dem Blattiberstand zum Quadrat. Die
Sagegeschwindigkeit ist zu hoch. Unter dem Druck
des Schneidens versucht das Blatt seitlich
auszuweichen, im Endstadium tritt Blattbruch ein.
Schnittgeschwindigkeit reduzieren, Relation
Uerstand/Blattbreite reduzieren.

HAUFIGER BLATTBRUCH:

Die Ursachen kdnnen vielfaltig sein. Vorausgesetzt
der Grund liegt nicht am Zustand der Maschine, z.B
einem unstetigen Tischvorschub, oder schlechter
Spindel-Tisch Ausrichtung, dann sollten folgende
mdglichen Ursachen uberprift werden: Kihlwasser:
Strahl hat hohe Strdmungsgeschwindigkeit und trifft
das Blatt mittig bei 5 Uhr. Abstand Flansch AD
Substratoberflache betrdgt mindestens 0,125 mm.
Abtragrate (Schleifleistung) ist ausreichend fur die
Vorschubgeschwindigkeit. Spindelumdrehung:
ausreichend hoch. Tischvorschub: nicht zu hoch
Blattdicke; ausreichend stark. Blattiberstand: nicht
zu hoch. Blade-Loading: tritt nicht auf. Chip-
Bewegung: die getrennten Chips sind fest mit dem
Chuck verbunden und kénnen sich wahrend des
Vereinzelns nicht verdrehen (bewegen).

KERF ZU BREIT:

Die gesamte Schnittbreite, einschlieBlich Chipping
ist 20% breiter als das Sageblatt. Ursachen kénnen
sein: geringer Kuhfwasserflu, Maschinen-
Dejustierung, Blatt verbiegt sich unter dem
Schneiddruck. Die enstprechenden
GegenmaBnahmen ergeben sich aus den Ursachen.
Gegebenenfalls bewirkt eine héhere
Spindelumdrehung eine Erhéhung der Blattsteifigkeit.

CHIPS LOSEN SICH VOM CHUCK:

Aus der Formel zur Fldchenberechnung ergibt sich
das die Haltekraft einer Folie oder eines anderen
Medium proportional zur Chipflache im Quadrat
wachst. Bei kleinen Chips, insbesondere mit hohen
Kanten besteht oftmals die Schwierigkeit, diese so
zu fixieren, daB im Moment der Vereinzelung keine
Bewegung auftritt. In kritschen Féllen wird es
erforderlich sein, vor der Chuckdrehung zum zweiten
Schnitt, die Schnittgrdben des ersten Schnittes zu
verfullen. Auch bei ausreichender Adhé&sion der Folie
kann eine Bewegung durch plastische Verformung
des PVC-Tapes ausgeldst werden. Die Folie ist ein
elegantes Mittel, um nach dem Trennschleifen die
Position und Orientierung der Chips beizubehalten.
Wenn nachfolgende Prozesse dieses erfordern, ist
Tape die erste Wahl. Bei sehr kleinen Chips und
anderen kritischen Anwendungungen werden durch
geeignete  Befestigungswachse bessere
Schnittkanten erzielt als auf Folie.



Scharfplatten (Dressing Blocke)

Schérfplatten bestehen aus einer thermisch
belastbaren Harzbindung und Kdérnern harter
Materialien.

Fir galvanisch hergestellte Dicing Blades
(Nickelbindung) ist Dressen zwingend erforderlich,
um saubere ausbruchsfreie Schnittkanten zu
erhalten. (Bei Hubtype Wheels ist das Dressen in
den Herstellprozef3 integriert). Aufgabe des Dressens
ist es, aus der Galvanik resultierende
Nickelauswucherungen oder Uuberstehende
Diamantkdrner abzuschlagen.

Da Nickelblades Uberwiegend in Silizium eingesetzt
werden, hat es sich als praktisch erwiesen, das
Dressen ebenfalls in Siliziumwafern auszufihren.
Dressprogramme beginnen mit niedrigen
Vorschubgeschwindigkeiten und werden schrittweise
an die Produktionsgeschwindigkeit herangefuhrt. Zu
beachten ist, daf3 die Dresstiefe groBer sein muf3 als
die Produktionsschnittife, sodaf3 far
Produktionsschnitte nur geglattete Fldchen zum
Einsatz kommen.

Fir Resinoid Blades ergibt sich dann die
Notwendigkeit zu dressen, wenn Materialien
bearbeitet werden, die die Kunststoffbindung nicht
ausreichend belasten, sich also der fir Resinoid
Blades erwiinschte Selbstschérfeeffekt nicht einstellt.
Schnitte in  Dressinggblécke  schérfen
Kunststoffscheiben, indem durch hohe
Scherbelastung stumpfe Kérner aus der Bindung
gerissen werden oder durch Absplitterung neue,
scharfe Schnittkanten entstehen.

Ein weiterer Grund zum Dressen flr
metallgebundene oder Kunststoffscheiben ist dann
gegeben, wenn das zu bearbeitende Material oder

Abbildung 15
das Trdgermedium die Spanrdume zwischen den
Schneidkérnern zusetzt. Die Scharfplatte mit den
Hartteilchen belastet dann das Blatt mechanisch und
thermisch und eiBt Ablagerungen von der
Blattoberflache ab.

Je nach gewiinschter Belastung gibt es Schéarfplatten
in verschiedenen Héarten, Kdrnungen und
Abmessungen.

Best.Nr. Bezeichnung

FD-32 microkerf DRESSING BLOCK TYP S
Abmessung 3 x 3 x .040" (soft)

FD-33 microkerf DRESSING BLOCK TYP H
Abmesung 3 x 3 x .040" (hard)

FD-19 microberf DRESSING BLOCK 30 Micron
LUNZER 600 ( 1 x 3.5 x .190") H

FD-12 microberf DRESSING BLOCK 30 Micron
LUNZER 600 ( 0.5 x 2 x .190") H

FD-18 microberf DRESSING BLOCK 45 Micron
LUNZER 320 CS-M (1 x 3.5 x.190") H

Abbildung 16

Dressing Empfehlung

Es gibt keine allgemein glltige Dressing Anleitung.
Dressing Programme werden Uberwiegend fur die
jeweilige Anwendung abgestimmt und basieren auf
der Anforderung und Erfahrung des Anwenders.

Viele Waferségen stellen einen vorprogrammierten
Ablauf zur Verfugung.

Als allgemeine Anleitung kann folgender Vorschlag
gelten:

Anzahl Schnitte | Tiefe

Vorschubge-
schwindigkeit

5 - 10 Schnitte 50

50 mm/s (Trueing)

5 - 10 Schnitte PT + 100 p 10 mm/s
5 - 10 Schnitte PT + 100 p 20 mm/s
5 - 10 Schnitte PT + 100 p 30 mm/s

weiter bis zur erforderlichen
Produktionsvorschubgeschwindigkeit

PT = Produktionsschnittiefe
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